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この資料は英語版を翻訳したもので、内容に相違が生じる場合には原文を優先します。こちらの日本語版は参考用としてご利用
ください。設計の際には、最新の英語版で内容をご確認ください。

8. Stratix IIデバイス・リソースから
HardCopy IIデバイスへのマイグレーション

はじめに アルテラのHardCopy®IIデバイスおよび Stratix® IIデバイスは、いずれ
も 1.2 V、90 nmプロセス・テクノロジで製造され、多数の類似機能を備
えています。設計者は、Quartus® IIソフトウェアを使用して、Stratix II
デザインをHardCopy IIデバイスに移行することができます。Quartus II
ソフトウェアにより、HardCopy IIデバイスをターゲットとするデザイ
ン・リビジョンは、オリジナルの Stratix IIデザインと同じ機能を保持す
ることができます。

Quartus IIソフトウェア・バージョン 5.0以降から、Device Settingsダ
イアログ・ボックス（Deviceメニュー）で HardCopy IIコンパニオン・
デバイスを選択することができます。コンパニオン・デバイスとして
HardCopy IIデバイスを選択することは、別の Stratix IIデバイスをマイ
グレーション・デバイス・チェインに追加することに似ています。
Quartus II ソフトウェアはデザインをコンパイルして、選択したすべて
の Stratix II デバイスおよび HardCopy II デバイスで利用可能な共有リ
ソースを使用します。Quartus II プロジェクト・コンパイルの後半で、
この Stratix II フローから HardCopy II フローに切り替える場合、
HardCopy II コンパニオン・デバイスがターゲット・デバイスになりま
す。

Quartus IIソフトウェアを使用した Stratix IIおよびHardCopy IIコンパ
ニオン・リビジョンのコンパイルについて詳しくは、「HardCopyシリー
ズ・デバイス・ハンドブック」の「Quartus IIによる HardCopy IIデバ
イスのサポート」の章を参照してください。

HardCopy II コンパニオン・デバイスを選択する場合、Quartus II
Compilerを設定して、デザインで利用可能なメモリ・ブロックのリソー
スおよび Stratix IIまたはHardCopy IIコンパニオン・デバイスのデジタ
ル信号処理（DSP）に使用可能なロジックを最小限に制限することがで
きます。その他、I/Oピン・アサインメントや PLL（Phase-Locked Loops）
も制限されます。本資料は、Stratix IIデザインをHardCopy IIデバイス
に移行する設計者のための手引きです。選択した Stratix II および
HardCopy IIコンパニオン・デバイス・ペアでサポートされないリソー
スまたはStratix IIデバイスとHardCopy IIデバイスのリソースの違いに
ついて説明しています。

本資料では、次の項目について説明します。
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■ Stratix IIと HardCopy IIのマイグレーション・オプション
■ I/Oサポートおよびプランニング
■ 外部メモリ・インタフェース・サポート
■ On-Chip Termination（チップ内終端）
■ Stratix IIと HardCopy IIのコンパニオン・メモリ・ブロック
■ PLLのプランニングと利用
■ グローバル信号とローカル信号
■ Stratix II ALMの HardCopy IIロジックへの適応
■ Stratix II DSPブロックからのHardCopy II DSPの実装
■ JTAG BSTおよび拡張ファンクション
■ パワーアップおよびコンフィギュレーションの互換性

Stratix IIと
HardCopy IIの
マイグレー
ション・
オプション

Quartus IIソフトウェアでは、同じパッケージの異なる Stratix IIデバイ
ス間でデザインを移行できます。Quartus IIソフトウェアで Stratix IIデ
ザインをコンパイルする場合、1つの Stratix IIターゲット・デバイスと
1つまたは複数の Stratix IIマイグレーション・デバイスを指定ができま
す。移行デバイスを 1つ以上指定すると、Quartus II Compilerはデザイ
ン全体の I/Oピンおよびその他のリソース・アサインメントを選択した
移行デバイスのいずれかで使用可能な最小リソースに制限します。この
機能により、同じパッケージのフットプリントを使用するデバイス間の
バーティカル・マイグレーションが可能になります。マイグレーション・
デバイス・メニューで選択された Stratix IIデバイスの 1つに対して適切
なコンフィギュレーション・ファイルを作成するには、そのデバイスを
ターゲット・デバイスとして選択します。

HardCopy IIの製品化により、Stratix IIデバイスに対してシームレスな
マイグレーション・パスが追加されます。特定の Stratix IIデバイスを選
択した後、Quartus IIソフトウェアの Settingsダイアログ・ボックスで
マイグレーション・オプションが提供されます。例えば、デザインが
1,020ピン FineLine BGA®パッケージの EP2S130デバイスをターゲット
とする場合、Quartus II ソフトウェアは 1,020 ピン FineLine BGA パッ
ケージの EP2S90、EP2S180デバイス、およびHC230デバイスをマイグ
レーション・オプションとして提供します。

逆に、HardCopy IIアーキテクチャでは、広範囲の Stratix IIデバイスで
ストラクチャードASICおよびプロトタイプを設計することができます。
ターゲット・デバイスが780ピンFineLine BGAパッケージのHardCopy II
HC220デバイスの場合、780ピン FineLine BGAパッケージの Stratix II
EP2S90 または EP2S130 デバイスをプロトタイプ・デバイスとして選択
することができます。表 8–1に、パッケージごとのバーティカル・マイ
グレーション・オプションを示します。
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Quartus IIソフトウェアのバージョン 5.0以降から、HardCopy IIデバイ
スをターゲットとするデザインをコンパイルするとき、コンパイルには
ターゲットの Stratix IIデバイスおよびHardCopy IIコンパニオン・デバ
イスを選択する必要があります。表 8–2に使用可能なHardCopy IIおよ
び Stratix IIコンパニオン・ペアを示します。これらのペアは、コンパニ
オン・ペアのいずれかのデバイスでサポートされる利用可能な最大リ
ソースを示すこの章の大部分のリソース可用性テーブルで保持されま
す。

表 8–1. Stratix IIと HardCopy IIのマイグレーション・オプション 注 (1)

デバイス
FineLine BGAパッケージ

484ピン 672ピン 780ピン 1,020ピン 1,020ピン 1,508ピン
HardCopy II HC210 HC220 HC220 HC230 HC240 HC240

Stratix II EP2S30
EP2S60

EP2S90 (2)

EP2S60 EP2S90
EP2S130

EP2S90
EP2S130
EP2S180

EP2S180 EP2S180

表 8–1の注 :
(1) 表 8–1には HC210Wデバイスは含まれません。HC210Wデバイスについて詳しくは、アルテラ・アプリケーショ

ン・グループにお問い合わせください。
(2) これはHybrid FineLine BGAパッケージです。詳細については、「Stratixハンドブック Volume 2」の「Stratix II

デバイスのパッケージ情報」の章を参照してください。

表 8–2. Stratix IIおよびHardCopy IIコンパニオン・デバイス（１/２）
注 (1)

パッケージ
コンパニオン・ペア

HardCopyIIデバイス Stratix II デバイス

484ピン FineLine BGA HC210 EP2S30

484ピン FineLine BGA HC210 EP2S60

484ピン Hybrid FineLine BGA HC210 EP2S90 (2)

672ピン FineLine BGA HC220 EP2S60

780ピン FineLine BGA HC220 EP2S90

780ピン FineLine BGA HC220 EP2S130

1,020ピン FineLine BGA HC230 EP2S90

1,020ピン FineLine BGA HC230 EP2S130
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Quartus II ソフトウェアがデザインを正常にコンパイルすると、Fitter
Compilation Report の HardCopy II Device Resource Guide に
HardCopy II デバイスへのマイグレーション互換性に関する情報が表示
されます。この情報を使用して、リソース要件およびパッケージ特性に
基づき、プロトタイプ Stratix IIデバイスに最適なHardCopy IIデバイス
を選択します。 

表 8–3に、HardCopy IIデバイスを選択するときに、Stratix IIデバイス
のプロトタイプ作成に使用可能なリソースを示します。この章では各リ
ソースの可用性を詳細に検討します。

1,020ピン FineLine BGA HC230 EP2S180

1,020ピン FineLine BGA HC240 EP2S180

1,508ピン FineLine BGA HC240 EP2S180

表 8–2の注 :
(1) 表 8–2には HC210Wデバイスは含まれません。HC210Wデバイスについて詳し

くは、アルテラ・アプリケーション・グループにお問い合わせください。
(2) これは Hybrid FineLine BGAパッケージです。詳細については、「Stratixハンド

ブック Volume 2」の「Stratix IIデバイスのパッケージ情報」の章を参照してく
ださい。

表 8–2. Stratix IIおよびHardCopy IIコンパニオン・デバイス（２/２）
注 (1)

パッケージ
コンパニオン・ペア

HardCopyIIデバイス Stratix II デバイス

表 8–3. Stratix IIおよび HardCopy IIコンパニオン・デバイスのリソース可用性ガイド（１ /２）
注 (1)
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EP2S30
HC210

484ピン FineLine BGA 13,552 360K 334 144 0 663,552 64 4

EP2S60
HC210

484ピン FineLine BGA 24,176 720K 334 190 0 875,520 144 4

EP2S90
HC210

484ピン FineLine BGA 36,384 1 M 308 190 0 875,520 192 4
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I/Oサポート
および
プランニング

HardCopy IIコンパニオン・デバイスは、Stratix IIプロトタイプ・デバ
イスとのピン互換性を提供する、FPGA のドロップ・イン置換デバイス
となっています。したがって、プロトタイプ作成およびフィールド試験
用に開発された同じシステム・ボードのHardCopy IIデバイスとソフト
ウェアを使用して、量産製品の早期市場投入を可能にします。

EP2S60
HC220 

672ピン FineLine BGA 24,176 720K 492 255 2 2,354,688 144 4

EP2S90
HC220 

780ピン FineLine BGA 36,384 1 M 494 408 2 3,059,712 192 4

EP2S130
HC220 

780ピン FineLine BGA 53,016 1.6 M 494 408 2 3,059,712 252 4

EP2S90
HC230 

1,020ピン FineLine BGA 36,384 1 M 698 408 4 4,239,360 192 8

EP2S130
HC230 

1,020ピン FineLine BGA 53,016 1.6 M 698 609 6 6,345,216 252 8

EP2S180
HC230 

1,020ピン FineLine BGA 71,760 2.2 M 698 614 6 6,368,256 384 8

EP2S180
HC240 

1,020ピン FineLine BGA 71,760 2.2 M 742 768(4) 9 8,847,360 384 12

EP2S180
HC240 

1,508ピン FineLine BGA 71,760 2.2 M 951 768(4) 9 8,847,360 384 12

表 8–3の注 :
(1) 表 8–3 には HC210W デバイスは含まれません。HC210W デバイスについて詳しくは、アルテラ・アプリケー

ション・グループにお問い合わせください。
(2) ALM: アダプティブ・ロジック・モジュール
(3) ユーザ I/O ピン数は暫定仕様です。Quartus II ソフトウェアの I/O ピン数は、このピン数に含まれない 1 本の

追加ピン PLL_ENAを含みます。
(4) EP2S180デバイスでプロトタイプを作成する場合、マイグレーション互換性を確保するために、使用可能なM4K

ブロックの総数は 768に制限されます。

表 8–3. Stratix IIおよび HardCopy IIコンパニオン・デバイスのリソース可用性ガイド（２ /２）
注 (1)
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HardCopy II デバイスは、最大 951 本のユーザ I/O ピンを提供します。
表 8–4に、HardCopy IIコンパニオン・デバイスを選択し、Stratix IIデ
バイスを割り当てるときに使用可能なすべての I/O ピンを示します。
Stratix IIデザインで、Stratix IIデバイスと HardCopy IIコンパニオン・
デバイスの両方で提供されていない I/Oピンを使用する場合、Quartus II
ソフトウェアは no fitterエラーを発行します。したがって、Stratix IIデ
バイスおよび HardCopy IIコンパニオン・デバイスに基づいて、ピン・
アサインメントをモニタすることが重要です。

HardCopy IIデバイスは、Stratix II IOEに適合するさまざまな I/O機能
をサポートする 3種類の I/Oエレメント（IOE）を提供します。これら
はメモリ・インタフェース IOE、高速 IOE、および汎用 IOEです。 

メモリ・インタフェース IOE は、LVTTL、LVCMOS から SSTL へのシ
ングル・エンド規格および HSTL リファレンス電圧（VREF）タイプの
I/O規格など、外部メモリ・デバイスで使用される一般的な I/O規格を
サポートします。また、メモリ・インタフェース IOEは、PCIをサポー
トするための PCIクランプ回路も備えています。

表 8–4. Stratix IIおよび HardCopy IIコンパニオン・デバイスのパッケージ・オプションおよび
I/Oピン数 注 (1)、(2)

Stratix II 
デバイス

HC210 HC220 HC230 (3) HC240 (4)

484ピン
FineLine 

BGA

672ピン
FineLine 

BGA

780ピン
FineLine 

BGA

1,020ピン
FineLine 

BGA

1,020ピン
FineLine 

BGA

1,508ピン
FineLine 

BGA
EP2S30 334

EP2S60 334 492

EP2S90 308 494 698

EP2S130 494 698

EP2S180 698 742 951

表 8–4の注 :
(1) ユーザ I/Oピン数は暫定仕様です。Quartus IIソフトウェアの I/Oピン数には、このピン数には含まれていない

1 本の追加ピン PLL_ENA が含まれます。PLL_ENA ピンは、汎用 I/O ピンとして使用できず、このデバイスの
PLLをイネーブルするためだけに使用できます。

(2) I/Oピンの総数には、データ入力に使用可能な 8個のクロック入力専用ピン（clk1p、clk1n、clk3p、clk3n、
clk9p、clk9n、clk11p、および clk11n）が含まれます。

(3) すべての HC230の組み合わせの I/Oピン数には、データ入力に使用可能な 4本の fastPLLクロック入力
（FPLL7CLKp/n、FPLL8CLKp/n）が含まれます。

(4) HC240の組み合わせの I/Oピン数には、データ入力に使用可能な 8個の専用 fast PLLクロック入力
（FPLL7CLKp/n、FPLL8CLKp/n、FPLL9CLKp/n、および FPLL10CLKp/n）が含まれます。
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高速 IOE は、LVDS および HyperTransport テクノロジを利用した差動
アプリケーションをサポートします。また、シングル・エンド LVTTLお
よび LVCMOS I/O規格もサポートしますが、VREF I/O規格はサポート
しません。

汎用 IOEは、LVTTLおよび LVCMOS I/O規格をサポートしています。
ボトム I/Oバンク（バンク 7および 8）の汎用 IOEは、HardCopy IIデ
バイスのPCIインタフェースをサポートするPCIクランプ回路も搭載し
ています。

HardCopy II IOEについて詳しくは、「HardCopyシリーズ・ハンドブッ
ク」の「HardCopy II のアーキテクチャおよび特長の概要」の章を参照
してください。

HardCopy II I/Oバンク
HardCopy IIデバイスは、8個の汎用 I/Oバンクと最大 4個の enhanced
PLL外部クロック出力バンク（バンク 9、10、11、および 12）を内蔵し
ています。HC210および HC220デバイスは、PLL出力バンク 9および
10のみ備えています。図 8–1に、HardCopy II I/Oバンクおよび PLLの
相対的な位置を示します。

すべてのHardCopy IIデバイスで、左側にある I/Oバンク 1および 2は
高速 IOEバンクです。HC210、HC220、およびHC230の各デバイスで、
右側にある I/Oバンク 5および 6は汎用 IOEですが、HC240デバイス
では高速 IOEです。

すべてのHardCopy IIデバイスで、トップ I/Oバンク 3および 4はメモ
リ・インタフェース IOEです。HC210およびHC220デバイスではボト
ム I/Oバンク 7および 8は汎用 IOEですが、HC230およびHC240デバ
イスではメモリ・インタフェース IOEです。デバイスのボトムにある汎
用 IOE は PCL クランプをサポートしますが、デバイスの右側にある汎
用 IOEはサポートしません。
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図 8–1. HardCopy II HC240の I/Oバンク 注 (1)、(2)、(3)、(4)

図 8–1の注 :
(1) 図 8–1はシリコン・ダイの上面図で、フリップ・チップ・パッケージの裏面図に相当します。これは参考図です。

正確なピン配置については、ピン・リストおよび Quartus IIソフトウェアを参照してください。
(2) 差動HSTLおよび差動 SSTL規格は、DQSピンでの双方向動作および PLLクロック入力ピンでの入力専用動作に

使用できます。また、LVDS、LVPECL、および HyperTransport規格は PLLクロック入力ピンでの入力専用動作
に使用できます。詳しくは、8–22ページの「差動 I/O終端」を参照してください。

(3)  HardCopy IIデバイスと Quartus IIソフトウェアは、左側 /右側の I/Oバンクでは差動 SSTLおよび差動 HSTL
規格をサポートしていません。サイド I/Oバンクには、VREFピンはありません。

(4) 図 8–1に、HC240デバイスを示します。他の HardCopy IIデバイスでは、PLLブロック数が少なくなっています。

Bank 4
Memory Interface IOEs

Bank 7
Memory Interface IOEs

Bank 8
Memory Interface IOEs

I/O banks 3 & 4 support 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V LVTTL/
LVCMOS, 1.5-V LVCMOS, SSTL-2, SSTL-18, 1.8-V

HSTL, 1.5-V HSTL & PCI/PCI-X I/O standards.

I/O banks 7 & 8 support 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V LVTTL/
LVCMOS, 1.5-V LVCMOS & PCI/PCI-X I/O standards.

Bank 3
Memory Interface IOEs

Bank 2
High-Speed IOEs

Bank 1
High-Speed IOEs

Bank 5
High-Speed IOEs

Bank 6
High-Speed IOEs

PLL 1

PLL 2

PLL 4

PLL 3

I/O Banks 5 & 6 Support 3.3-, 
2.5- & 1.8-V LVTTL/LVCMOS,

1.5-V LVCMOS, LVDS & 
HyperTransport Technology

I/O Banks 1 & 2 Support 3.3-, 
2.5- & 1.8-V LVTTL/LVCMOS,
1.5-V LVCMOS, LVDS & 
HyperTransport Technology

CLK, PLL_FB input pins & PLL_OUT output 
pins support differential SSTL, differential HSTL, 

LVDS & HyperTransport technology. CLK & PLL_FB 
pins support LVPECL. DQS input pins support

differential SSTL and differential HSTL I/O standards.

CLK, PLL_FB input pins SSTL-2, SSTL-18, 1.8-V HSTL, 1.5-V HST,
 & PLL_OUT output 

pins support differential SSTL, differential HSTL, 
LVDS & HyperTransport technology. CLK & PLL_FB 

pins support LVPECL. DQS input pins support
differential SSTL and differential HSTL I/O standards.

PLL 5PLL 11

Bank 11 Bank 9

PLL 6PLL 12

Bank 12 Bank 10

PLL 10

PLL 9

PLL 7

PLL 8
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IOEのタイプおよびバンク位置ごとのユーザ I/O数
表 8–5に、IOEタイプごとの最大 I/O数を示します。これにより、I/O
規格のサポート要件に基づき、HardCopy IIデバイスを選択することが
できます。

表 8–5. IOEタイプごとの最大ユーザ I/O数 注 (1)、 (2)

デバイス パッケージ
メモリ・インタフェース IOE 汎用 IOE 高速 IOE

トップ ボトム 右 ボトム 左 右
HC210 484ピン FineLine BGA 87 84 79 84

HC220 672ピン FineLine BGA 126 124 118 124

HC220 780ピン FineLine BGA 126 124 120 124

HC230 (3) 1,020ピン FineLine BGA 180 178 152 188

HC240 (4) 1,020ピン FineLine BGA 184 182 188 188

HC240 (4) 1,508ピン FineLine BGA 238 233 240 240

表 8–5の注 :
(1) ユーザ I/Oピン数は暫定仕様です。Quartus IIソフトウェアの I/Oピン数には、このピン数には含まれていない

1 本の追加ピン PLL_ENA が含まれます。PLL_ENA ピンは、汎用 I/O ピンとして利用できず、このデバイスの
PLLをイネーブルするためだけに使用できます。

(2) I/Oピンの総数には、データ入力に使用可能な 8個のクロック入力専用ピン（clk1p、clk1n、clk3p、clk3n、
clk9p、clk9n、clk11p、および clk11n）が含まれます。

(3) すべての HC230の組み合わせの I/Oピン数には、データ入力に使用可能な 4本の fastPLLクロック入力
（FPLL7CLKp/n、FPLL8CLKp/n）が含まれます。

(4) HC240の組み合わせの I/Oピン数には、データ入力に使用可能な 8個の専用 fast PLLクロック入力
（FPLL7CLKp/n、FPLL8CLKp/n、FPLL9CLKp/n、および FPLL10CLKp/n）が含まれます。
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HardCopy IIでサポートされる I/O規格
表 8–6に、HardCopy IIデバイスがサポートする I/O規格を、IOEのタ
イプごとに示します。このリストはユーザ I/Oピンのみを対象にしてい
ます。

表 8–6. Hardcopy IIのユーザ I/Oピンでサポートされる I/O規格（１ /２）

I/O規格 タイプ
VCCIO Level (V) メモリ・

インタフェース
IOE

汎用 IOE 高速 IOE
入力 出力

3.3-V LVTTL/LVCMOS シングル・エンド 3.3/2.5 3.3 √ √ √

2.5-V LVTTL/LVCMOS シングル・エンド 3.3/2.5 2.5 √ √ √

1.8-V LVTTL/LVCMOS シングル・エンド 1.8/1.5 1.8 √ √ √

1.5-V LVCMOS シングル・エンド 1.8/1.5 1.5 √ √ √

SSTL-2 Class I
および II

リファレンス電圧 2.5 2.5
√

SSTL-18 class I and II リファレンス電圧 1.8 1.8 √

1.8-V HSTL Class I
および II

リファレンス電圧 1.8 1.8
√

1.5-V HSTL Class I
および II

リファレンス電圧 1.5 1.5
√

PCI / PCI-X シングル・エンド 3.3 3.3 √ (1)

差動 SSTL-2 Class I
および II入力

擬似差動 (3) 3.3/2.5/ 
1.8/1.5

(2)

差動 SSTL-2 Class I
および II出力

擬似差動 (3) 2.5 (2)

差動 SSTL-18 Class I
および II入力

擬似差動 (3) 3.3/2.5/ 
1.8/1.5

(2)

差動 SSTL-18 Class I
および II出力

擬似差動 (3) 1.8 (2)

1.8-V差動 HSTL Class I
および II入力 

擬似差動 (3) 3.3/2.5/ 
1.8/1.5

1.8/1.5 (2)

1.8-V差動 HSTL Class I
および II出力 

擬似差動 (3) 1.8 (2)

1.5-V差動 HSTL Class I
および II入力 

擬似差動 (3) 3.3/2.5/ 
1.8/1.5

(2)

1.5-V差動 HSTL Class I
および II出力 

擬似差動 (3) 1.5 (2)
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I/Oサポートおよびプランニング

表 8–7 に、HardCopy II デバイスがサポートする I/O 規格を示します。
表 8–7は、クロック入力、クロック出力、および PLLフィードバック・
ピンで構成されています。

LVDS 差動 2.5 2.5 √

HyperTransport™
テクノロジ

差動 2.5 2.5
√

表 8–6の注 :
(1)  Stratix IIデバイス同様、オプションの PCIクランプはカラム I/Oピンでのみ使用可能です。右側のロウ I/Oピ

ンの汎用 IOEは、PCIクランプをサポートしません。
(2) Stratix IIデバイス同様、これらの I/O規格は、すべての HardCopy IIデバイスの I/Oバンク 9、10、11、およ

び 12の入力クロック・ピン、出力クロック・ピン、およびトップ I/Oバンク 3、4の DQSピン、およびHC230
およびHC240デバイスのボトム I/Oバンク 7および 8の DQSピンでのみ使用可能です。

(3) 擬似差動 HSTL および SSTL 入力は、高速パスで正の極性入力のみ使用します。負入力は内部接続されません。
擬似差動 HSTLおよび SSTL出力は、2番目の出力が反転するようプログラムされた 2つのシングル・エンド出
力を使用します。これは Stratix IIデバイスの実装に似ています。

表 8–6. Hardcopy IIのユーザ I/Oピンでサポートされる I/O規格（２ /２）

I/O規格 タイプ
VCCIO Level (V) メモリ・

インタフェース
IOE

汎用 IOE 高速 IOE
入力 出力

表 8–7. Hardcopy IIでサポートされる I/O規格（入力クロック、クロック出力、および PLL
フィードバック）（１ /３）

I/O規格 タイプ

VCCIOレベル
（V）

CLK
［0..3, 
8..11］

(1)

CLK
［4.0.7, 
12.0.15］

(2)

FPLL_CLK 
(3)

PLL_OUT 
(4)

PLL_FB 
(5)

入力 出力

3.3-V LVTTL / 
LVCMOS

シングル・
エンド

3.3/2.5 3.3
√ √ √ √ √

2.5-V LVTTL / 
LVCMOS

シングル・
エンド

3.3/2.5 2.5
√ √ √ √ √

1.8-V LVTTL / 
LVCMOS

シングル・
エンド

1.8/1.5 1.8
√ √ √ √ √

1.5-V LVCMOS シングル・
エンド

1.8/1.5 1.5
√ √ √ √ √

SSTL-2 class I リファレンス
電圧

2.5 2.5
√ √ √

SSTL-2 class II リファレンス
電圧

2.5 2.5
√ √ √

SSTL-18 class I リファレンス
電圧

1.8 1.8
√ √ √
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SSTL-18 class II リファレンス
電圧

1.8 1.8
√ √ √

1.8-V HSTL Class I リファレンス
電圧

1.8 1.8
√ √ √

1.8-V HSTL Class II リファレンス
電圧

1.8 1.8
√ √ √

1.5-V HSTL Class I リファレンス
電圧

1.5 1.5
√ √ √

1.5-V HSTL Class II リファレンス
電圧

1.5 1.5
√ √ √

PCI / PCI-X シングル・
エンド

3.3 3.3
√ √ √

差動 SSTL-2 Class I
および II入力

擬似差動 (6) 3.3/2.5/ 
1.8/1.5 √ √

差動 SSTL-2 Class I
および II出力

擬似差動 (6) 2.5
√ √

差動 SSTL-18 Class I
および II入力

擬似差動 (6) 3.3/2.5/ 
1.8/1.5 √ √

差動 SSTL-18 Class I
および II出力

擬似差動 (6) 1.8
√ √

1.8-V差動 HSTL 
Class Iおよび II入力 

擬似差動 (6) 3.3/2.5/ 
1.8/1.5 √ √

1.8-V差動 HSTL 
Class Iおよび II出力 

擬似差動 (6) 1.8
√ √

1.5-V差動 HSTL 
Class Iおよび II入力 

擬似差動 (6) 3.3/2.5/ 
1.8/1.5 √ √

1.5-V差動 HSTL 
Class Iおよび II出力 

擬似差動 (6) 1.5
√ √

LVDS入力 差動 2.5 √ √ √ √

LVDS出力 差動 2.5 √ √

HyperTransport
テクノロジ入力

差動 2.5
√ √ √ √

HyperTransport
テクノロジ出力

差動 2.5V
√ √

表 8–7. Hardcopy IIでサポートされる I/O規格（入力クロック、クロック出力、および PLL
フィードバック）（２ /３）

I/O規格 タイプ

VCCIOレベル
（V）

CLK
［0..3, 
8..11］

(1)

CLK
［4.0.7, 
12.0.15］

(2)

FPLL_CLK 
(3)

PLL_OUT 
(4)

PLL_FB 
(5)

入力 出力
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外部メモリ・インタフェース・サポート

外部メモリ・
インタフェー
ス・サポート

Stratix IIデバイス同様、HardCopy IIの I/Oピンは、DDRおよび DDR2
SDRAM、QDR II SRAM、RLDRAM II、SDR SDRAM など、外部メモ
リにインタフェースするための専用位相シフト回路を内蔵しています。
各 DQSピンで補正される遅延エレメントは、自動的に入力 DQS同期化
信号を対応する DQデータ信号のデータ・ウィンドウに整合させます。 

すべてのHardCopy IIデバイスにおいて、トップ I/Oバンク（3および
4）は、DQ 信号および DQS 信号を ×4、×8/×9、×16/×18 および最大
×32/×36の DQバス・モードでサポートします。 トップ・バンクは、トッ
プ・バンクにあるすべての DQS ピンに対する補正遅延エレメントをコ
ントロールする位相シフト・リファレンス回路を内蔵しています。

HC230およびHC240 HardCopy IIデバイスにおいて、ボトム I/Oバン
ク（7および 8）は、DQおよび DQS信号を ×4、×8/×9、×16/×18およ
び ×32/×36 の DQ バス・モードでサポートします。トップ・バンク同
様、これらのデバイスのボトム I/Oバンクもボトム DQSピンの遅延エ
レメントを制御する位相シフト・リファレンス回路を内蔵しています。

LVPECL入力 差動 3.3/2.5/ 
1.8/1.5

(7) √ √ √

表 8–7の注 :
(1) HC210、HC220、および HC230 デバイスの CLK8 および CLK10 ピンは、差動規格 LVDS および HyperTransport

テクノロジをサポートしません。これらのデバイスの CLKピンでは、LVTTLのみサポートされます。
(2) HC210およびHC220デバイスの CLK[4..7]ピンは、SSTL、HSTL、差動 SSTL、およびHSTL入力または出力を

サポートしません。
(3) HC230 は、2 本の高速 PLL クロック、FPLL[7..8]CLK のみ備えています。HC240 は、4 本の FPLL クロック、

FPLL[7..10]CLKを備えています。
(4) HC210 および HC220 デバイスの PLL6_OUT ピンは、SSTL、HSTL、差動 SSTL、および HSTL 入力または出力を

サポートしません。
(5) HC210および HC220デバイスの PLL6_FBピンは、SSTL、HSTL、差動 SSTL、および HSTL入力または出力をサ

ポートしません。
(6) 擬似差動 HSTL および SSTL入力は、高速パスで正の極性入力のみ使用します。負入力は内部接続されません。擬

似差動 HSTL および SSTL 出力は、2 番目の出力が反転するようプログラムされた 2 つのシングル・エンド出力を
使用します。これは Stratix IIデバイスの実装に似ています。

(7) これはサポートされていません。

表 8–7. Hardcopy IIでサポートされる I/O規格（入力クロック、クロック出力、および PLL
フィードバック）（３ /３）

I/O規格 タイプ

VCCIOレベル
（V）

CLK
［0..3, 
8..11］

(1)

CLK
［4.0.7, 
12.0.15］

(2)

FPLL_CLK 
(3)

PLL_OUT 
(4)

PLL_FB 
(5)

入力 出力
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 表 8–8に、各コンパニオン・デバイス・ペアでサポートされる DQバス
および DQSバスの数を示します。 (3)

表 8–8.  Stratix IIおよび HardCopy IIコンパニオン・デバイスでサポートされる DQおよび DQS
バス・モード  注 (1)

Stratix II
および HardCopy II

コンパニオン・デバイス
パッケージ

×4
グループ数

×8/×9
モードの
グループ数

×16/×18
モードの
グループ数

×32/×36
モードの
グループ数

EP2S30
HC210 (2)

484ピン FineLine 
BGA

4 2

EP2S60
HC210 (2)

484ピン FineLine 
BGA

4 2

EP2S90
HC210 (2)

484ピン FineLine 
BGA

4 2

EP2S60
HC220 (2)

672ピン FineLine 
BGA

9 4 2

EP2S90
HC220 (2)

780ピン FineLine 
BGA

9 4 2

EP2S130
HC220 (2)

780ピン FineLine 
BGA

9 4 2

EP2S90
HC230 (3)

1,020ピン FineLine 
BGA

36 18 8 4

EP2S130
HC230 (3)

1,020ピン FineLine 
BGA

36 18 8 4

EP2S180
HC230 (3)

1,020ピン FineLine 
BGA

36 18 8 4

EP2S180
HC240 

1,020ピン FineLine 
BGA

36 18 8 4

EP2S180
HC240 

1,508ピン FineLine 
BGA

36 18 8 4

表 8–8の注 :
(1) DQおよび DQSの数は暫定仕様です。
(2) HardCopy IIデバイスHC210およびHC220は、トップ I/Oバンクでのみメモリ・インタフェースをサポートし

ます。対応する Stratix IIコンパニオンと異なり、これらのデバイスは DIMMをサポートできません。
(3) 対応する Stratix IIコンパニオン同様、これらのデバイスおよびパッケージの組み合わせは、×4および ×8/×9モー

ドで 2つの 64または 72ビット DIMMをサポートできます。
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LVDS、SERDES、および DPAの互換性
HardCopy IIデバイスは、最大 116のトランスミッタ /レシーバ・ペア
を提供します。Stratix II デバイス同様、これらの差動 I/O ピンはロウ
I/O ピン上に配置されています。HC240 デバイスの左および右バンク
は、差動伝送をサポートする高速 IOE です。HC210、HC220、および
HC230 デバイスは、左側にあるバンクで差動伝送のみサポートします。
SERDESおよび DPAを含む LVDSおよび HyperTransportテクノロジ・
インタフェース機能は、Stratix IIデバイスと同じです。

表 8–9に、HardCopy IIと Stratix IIのコンパニオン・ペアでサポートさ
れる最大差動チャネルを示します。

表 8–9.  Stratix IIおよび HardCopy IIコンパニオン・デバイスでの差
動チャネル（１ /２） 注 (1)

Stratix II
および HardCopy II

コンパニオン・デバイス
パッケージ トランスミッタ レシーバ

EP2S30
HC210 (2)

484ピン
FineLine BGA

19 21

EP2S60
HC210 (2)

484ピン
FineLine BGA

19 21

EP2S90
HC210 (2)

484ピン
FineLine BGA

19 21

EP2S60
HC220 (2)

672ピン
FineLine BGA

29 31

EP2S90
HC220 (2)

780ピン
FineLine BGA

29 31

EP2S130
HC220 (2)

780ピン
FineLine BGA

29 31

EP2S90
HC230 (2)

1,020ピン
FineLine BGA

44 46

EP2S130
HC230 (2)

1,020ピン
FineLine BGA

44 46

EP2S180
HC230 (2)

1,020ピン
FineLine BGA

44 46

EP2S180
HC240 (3)

1,020ピン
FineLine BGA

88 92
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プログラマブルなドライブ強度のサポート
最大電流強度の設定はQuartus IIソフトウェアにおけるデフォルト設定
で、最大 I/O 性能を達成します。Stratix II デバイスの各 I/O ピンの出
力バッファには、特定の I/O規格に適合させるためのプログラマブルな
ドライブ強度コントロール機能が内蔵されています。

HardCopy IIによるこれらの設定のサポートは、Stratix IIデバイスとは
異なります。表 8–10に示すように、HardCopy II HC210および HC220
デバイスの互換性のために、Stratix IIコンパニオン・デバイスの I/Oド
ライブ設定を制限する必要があります。

EP2S180
HC240 (3)

1,508ピン
FineLine BGA

116 116

表 8–9の注 :
(1) ピン数には専用 PLL入力および出力ピンは含まれていません。
(2) HC210、HC220、およびHC230デバイスのレシーバ・チャネルの総数には、オ

プションでデータ・チャネルとして使用可能な 2 本の非専用クロック・チャネ
ルが含まれます。

(3) HC240 デバイスのレシーバ・チャネルの総数は、オプションでデータ・チャネ
ルとして利用可能な 4本の非専用クロック・チャネルが含まれます。 

表 8–9.  Stratix IIおよび HardCopy IIコンパニオン・デバイスでの差
動チャネル（２ /２） 注 (1)

Stratix II
および HardCopy II

コンパニオン・デバイス
パッケージ トランスミッタ レシーバ
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表 8–10. HC210および HC220デバイスのプログラマブル・ドライブ強度

I/O規格

トップ・カラム
I/Oピンに対する
IOHおよび IOLの
設定電流値 (mA)

ボトム・カラム
I/Oピンに対する
IOHおよび IOLの
設定電流値 (mA)

左のロウ I/O
ピンに対する IOH

および IOLの
設定電流値 (mA)

右のロウ I/O
ピンに対する IOH

および IOLの
設定電流値 (mA)

3.3-V LVTTL 24, 20, 12, 8, 4 (1) 12, 8, 4 (1) 12, 8, 4 12, 8, 4

3.3-V LVCMOS 24, 20, 12, 8, 4 (1) 8, 4 (1) 8, 4 8, 4

2.5-V LVTTL/LVCMOS 16, 12, 8, 4 12, 8, 4 (1) 12, 8, 4 12, 8, 4

1.8-V LVTTL/LVCMOS 12, 10, 8, 6, 4, 2 8, 6, 4, 2 (1) 8, 6, 4, 2 8, 6, 4, 2

1.5-V LVCMOS 8, 6, 4, 2 4, 2 (1) 4, 2 4, 2

SSTL-2 class I 12, 8 (2) (3) (3)

SSTL-2 class II 24, 20, 16 (2) (3) (3)

SSTL-18 class I 12, 10, 8, 6, 4 (2) (3) (3)

SSTL-18 class II 20, 18, 16, 8 (2)  -  -

HSTL-18 class I 12, 10, 8, 6, 4 (2)  -  -

HSTL-18 class II  20, 18, 16 (2)  -  -

HSTL-15 class I 12, 10, 8, 6, 4 (2)  -  -

HSTL-15 class II 20, 18, 16 (2)  -  -

表 8–10の注 :
(1) HardCopy IIデバイスは、Stratix IIプロトタイプ・デバイスで使用可能な設定の一部をサポートしません。詳し

くは、「Stratix IIIデバイス・ハンドブック Volume 1」の「Stratix IIデバイス・ファミリ・データシート」を参照
してください。

(2) HC220およびHC210デバイスは、ボトム I/Oピンのメモリ・インタフェース規格をサポートしません。
(3) ロウ I/Oピンは、SSTL I/O規格をサポートしません。
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同様に、表 8–11に示すように、HardCopy II HC230およびHC240デバ
イスをコンパニオン・デバイスとして使用するときは、I/Oドライブ設
定を制限する必要があります。 

On-Chip 
Termination
（チップ内
終端）

Stratix IIデバイス同様、HardCopy IIデバイスは、I/Oインピーダンス・
マッチングおよび終端機能を提供する On-Chip Termination（OCT）を
内蔵しています。Stratix IIプロトタイプ・デバイスとの互換性を維持す
るため、HardCopy II デバイスはシングル・エンド I/O 規格向け直列
On-Chip Termination（RS）および差動 I/O規格向け差動 On-Chip
Termination（RD）をサポートします。ただし、一部の HardCopy IIピ
ンは、同じ Stratix IIピンで使用可能な On-Chip Terminationをサポート
しません。この項では、HardCopy II デバイスがサポートする終端方法
について説明します。

表 8–11. HC230および HC240デバイスのプログラマブル・ドライブ
強度

I/O規格
カラム I/Oピンに対する

IOHおよび IOLの
設定電流値 (mA)

ロウ I/Oピンに対する
IOHおよび IOLの
設定電流値 (mA)

3.3-V LVTTL 24, 20, 16, 12, 8, 4 (1) 12, 8, 4

3.3-V LVCMOS 24, 20, 16, 12, 8, 4 (1) 8, 4

2.5-V LVTTL/LVCMOS 16, 12, 8, 4 12, 8, 4

1.8-V LVTTL/LVCMOS 12, 10, 8, 6, 4, 2 8, 6, 4, 2

1.5-V LVCMOS 8, 6, 4, 2 4, 2

SSTL-2 class I 12, 8 (2)

SSTL-2 class II 24, 20, 16 (2)

SSTL-18 class I 12, 10, 8, 6, 4 (2)

SSTL-18 class II 20, 18, 16, 8  -

HSTL-18 class I 12, 10, 8, 6, 4  -

HSTL-18 class II  20, 18, 16  -

HSTL-15 class I 12, 10, 8, 6, 4  -

HSTL-15 class II 20, 18, 16  -

表 8–11の注 :
(1) HardCopy IIデバイスは、Stratix IIプロトタイプ・デバイスで使用可能な設定の

一部をサポートしません。詳しくは、「Stratix III デバイス・ハンドブック
Volume 1」の「Stratix IIデバイス・ファミリ・データシート」を参照してください。

(2) ロウ I/Oピンは、SSTL I/O規格をサポートしません。
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直列 On-Chip Termination
Stratix IIおよび HardCopy IIデバイスは、シングル・エンド I/O規格に
対するドライブ強度コントロール機能により、I/O ドライバ直列 On-
Chip TerminationRSをサポートします。Stratix IIおよびHardcopy IIデ
バイスに RSを実装する方法は次の 2つです。

■ ロウおよびカラム I/Oピンに対するキャリブレーションなし RS
■ カラム I/Oピン専用キャリブレーション付き RS

キャリブレーションなし直列 On-Chip Termination
HardCopy IIデバイスは、伝送線路のインピーダンスを厳密に一致させ
るための出力ドライバ・インピーダンス・マッチングをサポートします。
マッチング・インピーダンスを選択すると、プログラマブル電流ドライ
ブ強度は選択不能になります。表 8–12に、キャリブレーションなし直列
On-Chip TerminationをサポートするHardCopy II HC230およびHC240
出力規格を示します。
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表 8–12. HC230および HC240のキャリブレーションなし直列
On-Chip Termination付き選択可能な I/Oドライブ 注 (1)

I/O規格 カラム I/Oピン数 ロウ I/Oピン数
3.3-V LVTTL 25または 50 Ω 25または 50 Ω

3.3-V LVCMOS 25または 50 Ω 25または 50 Ω

2.5-V LVTTL 25または 50 Ω 25または 50 Ω

2.5-V LVCMOS 25または 50 Ω 25または 50 Ω

1.8-V LVTTL 25または 50 Ω 50 Ω

1.8-V LVCMOS 25または 50 Ω 50 Ω

1.5-V LVTTL 50 Ω

1.5-V LVCMOS 50 Ω

2.5-V SSTL class I 50 Ω (2)

2.5-V SSTL class II 25 Ω (2)

1.8-V SSTL class I 50 Ω (2)

1.8-V SSTL class II 25 Ω

1.8-V HSTL Class I 50 Ω (2)

1.8-V HSTL Class II 25 Ω

1.5-V HSTL Class I (3)

表 8–12の注 :
(1) シリコン特性評価まで、これらの数値は暫定仕様です。
(2) HardCopy II HC230およびHC240デバイスのこれらのピンの I/O規格では、直

列 On-Chip Terminationをサポートしません。
(3) サポートは HardCopy IIの特性評価待ちです。
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表 8–13に、キャリブレーションなし直列 On-Chip Terminationをサポー
トするHardCopy II HC210および HC220出力規格を示します。

キャリブレーション付き直列 On-Chip Termination
Stratix IIデバイスは、トップおよびボトム・バンクでカラム I/Oピンの
キャリブレーション付き直列 On-Chip Termination をサポートします。
HC230 および HC240 デバイスも、トップおよびボトム・バンクでカラ
ム I/O ピンのキャリブレーション付き直列 On-Chip Termination をサ
ポートしますが、HC220および HC210デバイスは、トップ I/Oバンク
でのみこの機能をサポートします。表 8–14に、キャリブレーションされ
た直列終端をサポートするHardCopy IIデバイスで使用可能な I/O規格
を示します。

表 8–13. HC210 および HC220 のキャリブレーションなし直列 On-Chip Termination 付き選択
可能な I/Oドライバ  注 (1)

I/O規格 トップ・カラム
I/Oピン数

ボトム・カラム
I/Oピン数 左のロウ I/Oピン数 右のロウ I/Oピン数

3.3-V LVTTL 25または 50 Ω 25または 50 Ω 25または 50 Ω 25または 50 Ω

3.3-V LVCMOS 25または 50 Ω 25または 50 Ω 25または 50 Ω 25または 50 Ω

2.5-V LVTTL 25または 50 Ω 25または 50 Ω 25または 50 Ω 25または 50 Ω

2.5-V LVCMOS 25または 50 Ω 25または 50 Ω 25または 50 Ω 25または 50 Ω

1.8-V LVTTL 25または 50 Ω 50 Ω 50 Ω 50 Ω

1.8-V LVCMOS 25または 50 Ω 50 Ω 50 Ω 50 Ω

1.5-V LVTTL (3) (2)

1.5-V LVCMOS (3) (2)

2.5-V SSTL class I 50 Ω (2) (2) (2)

2.5-V SSTL class II 25 Ω (2) (2) (2)

1.8-V SSTL class I 50 Ω (2) (2) (2)

1.8-V SSTL class II 25 Ω (2)

1.8-V HSTL Class I 50 Ω (2) (2) (2)

1.8-V HSTL Class II 25 Ω (2)

1.5-V HSTL Class I (3) (2)

表 8–13の注 :
(1) シリコン特性評価まで、これらの数値はすべて暫定使用です。
(2) HardCopy II HC210および HC220デバイスのこれらのピンの I/O規格は、直列 On-Chip Terminationをサポー

トしません。
(3) サポートはHardCopy IIの特性評価待ちです。
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差動 I/O終端
FPGA同様、HardCopy IIデバイスは、LVDSおよび HyperTransportテ
クノロジ規格用の各差動レシーバ・チャネルのオンチップ 100 Ω差動終
端オプションを提供します。HC240デバイスをコンパニオン・デバイス
として使用すると、差動終端が LVDS および HyperTransport テクノロ
ジ規格をサポートするすべてのロウ I/Oピンでサポートされます。

HC230、HC220、および HC210デバイスを使用する場合、左のロウ I/O
ピンのみが差動終端をサポートします。右のロウ I/Oピンは、LVDSお
よびHyperTransportテクノロジ規格をサポートしません。

表 8–14. HardCopy IIのキャリブレーション付き直列 On-Chip
Termination付き選択可能な I/Oドライバ 注 (1)

I/O規格 HC230、HC240の
カラム I/Oピン

HC210、HC220の
トップ・カラム I/Oピン (2)

3.3-V LVTTL 25または 50 Ω 25または 50 Ω

3.3-V LVCMOS 25または 50 Ω 25または 50 Ω

2.5-V LVTTL 25または 50 Ω 25または 50 Ω

2.5-V LVCMOS 25または 50 Ω 25または 50 Ω

1.8-V LVTTL 25または 50 Ω 25または 50 Ω

1.8-V LVCMOS 25または 50 Ω 25または 50 Ω

1.5-V LVTTL (3) 50 Ω

1.5-V LVCMOS (3) 50 Ω

2.5-V SSTL class I 50 Ω 50 Ω

2.5-V SSTL class II 25 Ω 50 Ω

1.8-V SSTL class I 50 Ω 50 Ω

1.8-V SSTL class II 25 Ω 25 Ω

1.8-V HSTL Class I 50 Ω 50 Ω

1.8-V HSTL Class II 25 Ω 25 Ω

1.5-V HSTL Class I (3) 50 Ω

表 8–14の注 :
(1) シリコン特性評価まで、これらの数値は暫定仕様です。
(2) HardCopy II HC210およびHC220デバイスは、ボトム I/Oピンでキャリブレー

ション付き直列 On-Chip Terminationをサポートしません。
(3) サポートは HardCopy IIの特性評価待ちです。
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Stratix II および HardCopy IIコンパニオン・メモリ・ ブロック

表 8–15に、差動終端のサポートを示します。

Stratix II
および
HardCopy II
コンパニオン・
メモリ・
ブロック

HardCopy IIデバイスの RAMビット範囲は、663 kビット～ 8.8 Mビッ
トです。HardCopy IIメモリ・ブロックの機能は、Stratix IIメモリ・ブ
ロックと同等です。HardCopy IIメモリ・ブロックは、シンプルおよび
トゥルー・デュアル・ポート・モード、FIFO、パリティ・ビット、ROM
モード、およびその他の機能を含む「HardCopyシリーズ・ハンドブッ
ク」の「HardCopy IIのアーキテクチャおよび特長の概要」の章に記載
されている各種 Stratix IIデバイス・メモリ・コンフィギュレーションを
実装できます。HardCopy IIデバイスと Stratix IIデバイスの違いの 1つ
は、HardCopy IIデバイスはM512ブロックをサポートしないことです。
また、HardCopy II M4Kブロックを RAMとして使用する場合、メモリ
初期化ファイル（.mif）で事前にロードすることはできません。

表 8–15. 100 Ωの差動終端をサポートする HardCopy IIの I/Oバンク 注 (1)、 (2)

I/O規格
HC240の左
および右バンク
（1、2、5、6）

HC240のトップ
および

ボトム・バンク
（3、4、7～ 12）

HC230、HC210、
HC220の
左側のバンク
（1および 2）

HC230、HC210、
HC220の

その他のバンク
（3～ 12）

LVDS √ √

HyperTransport
テクノロジ √ √

クロック入力 (3) √ √

表 8–15の注 :
(1) HC230、HC220、およびHC210デバイスの左のクロック・ピン CLK0および CLK2は、差動 On-Chip Termination

をサポートします。
(2) FPLL[7..10]CLKを含む他のクロック・ピンは、差動 On-Chip Terminationをサポートしません。
(3) HardCopy II HC240デバイスのクロック・ピン CLK0、CLK2、CLK8、および CLK10は、Stratix IIデバイス同様、

差動 On-Chip Terminationをサポートします。 
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表 8–16に、Stratix II FPGAを HardCopy IIコンパニオン・デバイスと
一緒にコンパイルするときのメモリ・ブロックの全機能を示します。選
択した Stratix II および HardCopy II ペアのメモリ要件を最適化する場
合、表 8–16をガイドとして使用してください。

表 8–16. Stratix IIおよび HardCopy IIコンパニオン・デバイスの
トータル RAMブロック数

Stratix IIおよび
HardCopy II
コンパニオン・
デバイス

パッケージ
M4K

ブロック数
M-RAM
ブロック数

トータル
RAM
ビット数

EP2S30
HC210

484ピン
FineLine BGA

144 0 663,552 

EP2S60
HC210

484ピン
FineLine BGA

190 0 875,520 

EP2S90
HC210

484ピン
FineLine BGA

190 0 875,520 

EP2S60
HC220 

672ピン
FineLine BGA

255 2 2,354,688 

EP2S90
HC220 

780ピン
FineLine BGA

408 2 3,059,712 

EP2S130
HC220 

780ピン
FineLine BGA

408 2 3,059,712 

EP2S90
HC230 

1,020ピン
FineLine BGA

408 4 4,239,360 

EP2S130
HC230 

1,020ピン
FineLine BGA

609 6 6,345,216 

EP2S180
HC230 

1,020ピン
FineLine BGA

614 6 6,368,256

EP2S180
HC240 

1,020ピン
FineLine BGA

768(1) 9 8,847,360

EP2S180
HC240 

1,508ピン
FineLine BGA

768(1) 9 8,847,360 

表 8–16の注 :
(1) 使用可能なトータルM4Kブロック数は、EP2S180デバイスを使用してプロトタ

イプを作成する場合のマイグレーション互換性のために 768 に制限されていま
す。
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M512ブロックは HardCopy II デバイスではサポートされないため、
表 8–16には記載されていません。また、HC210デバイスはM-RAMブ
ロックを内蔵していません。互換性ガイドラインの一部については、次
の項で説明します。

M512オプション
HardCopy IIデバイスはM512ブロックをサポートしません。Quartus II
ソフトウェアを使用して、Hardcopy II コンパニオン・デバイスで
Stratix IIデザインをコンパイルする場合、Device Settingsダイアログ・
ボックス（Assignments メニュー）の Limit DSP and RAM to
HardCopy II Resourcesボックスをチェックする必要があります。これ
により、すべてのメモリ・ブロックが使用可能なHardCopy IIのリソー
スに自動的に配置されます。このボックスをチェックしないと、
Quartus IIソフトウェアがM512ブロックなどの HardCopy IIデバイス
で使用できず、Stratix IIデバイスで使用可能なメモリ・リソースを使用
する場合があります。ただし、HardCopy II デバイスへの移行は許可さ
れず、このことは Quartus IIフィッタ・レポートに示されます。

HardCopy IIデザインでは、M512ブロックの代わりにM4Kメモリ・ブ
ロックを使用してメモリ・デザインを実装できます。Quartus IIメガファ
ンクションは、M4K ブロックを使用する各種メモリ実装を提供します。
Quartus II MegaWizard® Plug-In Managerを使用してメガファンクショ
ンをコンフィギュレーションする場合、アルテラでは Auto オプション
を選択して、Quartus II ソフトウェアでデザインをメモリ・ブロックに
実装する方法を決定することを推奨しています（図 8–2）。これにより、
Quartus IIソフトウェアで、選択した HardCopy IIおよび Stratix IIコン
パニオン・ペアのメモリ・サイズおよび使用可能なメモリ・ブロックへ
の配置要件に基づき、メモリ選択を最適化することができます。

図 8–2. Quartus IIメガファンクション RAM選択

メガファンクションでロジック・セルを選択して、デザインに小さなメ
モリ・ブロックを実装することができます。これにより、メモリ・デザ
インが Stratix II ALMまたはHardCopy II HCellsに実装されます。しか
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し、M4KまたはM-RAMブロック、あるいは ALM（または HCell）の
いずれを選択するかにより、消費電力と性能のトレード・オフが発生す
ることがあります。HardCopy IIデバイスは、未使用のM4Kブロック、
M-RAMブロック、および HCellをパワー・ダウンします。

図 8–2にあるとおり、ロジック・セルを使用してメモリ・ブロッ
クを実装することで、M512 ブロックと同等のメモリ実装機能ま
たはリソースを保存するための不等価オプションを選択するこ
とができます。アルテラでは、M512 ブロックと機能的に同等の
バージョンのオプションを選択することを推奨しています。

8 × 16 シングル・ポート RAM などの非常に小さなメモリを実装する場
合、M4K または M-RAM ブロックは利用率が低く、少数の HCell を実
装する場合と比較して電力効率が低下する場合があります。ロジック・
セル・オプションを選択する場合、Stratix IIデバイスで必要となる ALM
はわずかであり、ALM は HardCopy II デバイスで使用される少数の
HCellに変換されます。しかし、性能が重要な要素であるか、他のロジッ
クを実装するためにデザインで ALMが必要な場合、M4Kブロックを使
用する方がより効率的であることがあります。アルテラでは、Quartus II
ソフトウェアを使用して、与えられたオプション間の性能トレード・オ
フを解析することを推奨しています。

M4Kの使用
HardCopy II M4Kブロックの機能は、Stratix II M4Kブロックの機能に
類似しています。HardCopy II M4Kブロックを RAMとして使用する場
合、メモリ初期化ファイル（.mif）で事前にロードすることはできませ
ん。また、Stratix IIデバイスと異なり、HardCopy II M4K RAMの内容
および出力レジスタは、パワーアップ後は不定です。ただし、
HardCopy II M4Kブロックを ROMとして指定すると、ROMの内容に
よりパワーアップされます。M4K ブロックを RAM として設計する場
合、アルテラでは不定の初期パワーアップ・データ条件の読み出しを回
避するために、M4Kブロックから読み出しを行う前に書き込みを実行す
ることを推奨しています。Stratix II RAM ブロックを上回る利点の 1 つ
が、未使用の M4K ブロックを電源レールから切り離され、全体の消費
電力を最適化できることです。

M-RAMの互換性
HardCopy II M-RAMブロックの機能は、Stratix II M-RAMブロックの
機能と同じです。HardCopy II M-RAMブロックの主要な機能の 1つが、
M-RAM ブロックが使用されない場合の電力最適化です。未使用の M-
RAM ブロックは電源レールから切り離され、全体の消費電力が最適化
されます。
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一部の Stratix IIデバイス（エンジニアリング・サンプル・デバイ
スおよびリビジョン A 製造デバイス）の M-RAM 機能は、現在
の Stratix II 製造デバイスとは多少異なります。HardCopy II M-
RAMの機能は、現在の Stratix IIデバイスのM-RAM機能とのみ
一致します。したがって、適切な互換性を維持するために、現在
のStratix II製造デバイスに対してのみコンパイルがサポートされ
ています。Stratix II M-RAMの詳細な正誤表は、アルテラ・ウェ
ブサイト（www.altera.co.jp）にある Stratix II FPGA Family Errata
Sheetを参照してください。

表 8–17に、M4KおよびM-RAMブロックでサポートされている機能を
示します。この情報は、「HardCopyシリーズ・ハンドブック」の
「HardCopy IIのアーキテクチャおよび特長の概要」の章でも参照するこ
とができます。

表 8–17. HardCopy IIエンベデッド・メモリの機能（１ /２）

特長  M4Kブロック数  M-RAMブロック数

トータル RAMビット数
（パリティ・ビットを含む）

4,608 589,824

構成 4K × 1
2K × 2
1K × 4
512 × 8
512 × 9

256 × 16
256 × 18
128 × 32
128 × 36

64K × 8
64K × 9

32K × 16
32K × 18
16K × 32
16K × 36
8K × 64
8K × 72

4K × 128
4K × 144

パリティ・ビット √ √

バイト・イネーブル √ √

パック・モード √ √

アドレス・クロック・イネーブル √ √

シングル・ポート・メモリ √ √

シンプル・デュアル・ポート・
メモリ √ √

トゥルー・デュアル・ポート・
メモリ √ √

エンベデッド・シフト・レジスタ √ —

ROM √ —

www.altera.com
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PLL
プランニング
および利用

Stratix IIデバイスは、enhanced PLLおよび fast PLLをサポートします。
HardCopy IIデバイスも enhanced PLLおよび fast PLLをサポートしま
すが、Stratixと 2つの点で異なります。 

■ HardCopy IIデバイスのPLL数は、Stratix IIデバイスと異なります。 
■ HardCopy IIデバイスは、より少ないクロック入力および出力用I/O
規格をサポートします。これについては、本章後半の I/O規格のサ
ポートの項で説明します。

表 8–18に、各HardCopy IIおよび Stratix IIデバイスがサポートするPLL
を示します。Stratix II リファレンス・カラムは、集積度ではなくパッ
ケージに基づいて分類されています。図 8–3から 8–5に、PLLの番号指
定を示します。Stratix II デバイスは、デバイスの集積度ではなくパッ
ケージに応じて 6個または 12個の PLLをサポートします。HardCopy II
PLL が 4 つすべてのサイドから対称的に除去されることはありません。

FIFOバッファ √ √

シンプル・デュアル・ポートの
異なるデータ幅のサポート √ √

トゥルー・デュアル・ポートの
異なるデータ幅のサポート √ √

メモリ初期化ファイル (.mif) (1) —

混合クロック・モード √ √

パワーアップ条件 出力は不定 出力は不定

レジスタ・クリア 出力レジスタのみ 出力レジスタのみ

同一ポートに対する
Read-During-Write

正クロック・エッ
ジで新しいデータ
利用可能

正クロック・エッジで
新しいデータ利用可能

混在ポートに対する
Read-During-Write

出力は不定または
旧データに設定

不定の出力

未使用 RAMブロックの
パワーダウン (2)

√ √

表 8–17の注 :
(1) Stratix II M4Kブロックは、.mifファイルのロードをサポートします。
(2) Stratix II メモリ・ブロックは、使用されないときでもパワーアップされた状態

のままです。

表 8–17. HardCopy IIエンベデッド・メモリの機能（２ /２）

特長  M4Kブロック数  M-RAMブロック数
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一般に、サイドでの fast PLL の主な用途は高速 I/O インタフェース・
ファンクション用であるため、fast PLLは高速 IOEをサポートしないサ
イドからは除去されます。

HardCopy IIの PLLの機能は、Stratix IIの PLLと同じです。HardCopy II
enhanced PLLおよび fast PLLは、リコンフィギュレーションをサポー
トし、帯域幅および位相シフトのリコンフィギュレーションも可能です。

図 8–3から8–5に、各HardCopy IIデバイスでのPLLの位置を示します。 

表 8–18. Stratix II / HardCopy IIコンパニオン・デバイスの PLL利用ガイド

Stratix II
および HardCopy II

コンパニオン・デバイス
パッケージ

fast PLL enhanced PLL

1 2 3 4 7 8 9 10 5 6 11 12

EP2S30
HC210 (1)

484ピン
FineLine BGA √ √ √ √

EP2S60
HC210 (1)

484ピン
FineLine BGA √ √ √ √

EP2S90
HC210 (1)

484ピン
FineLine BGA √ √ √ √

EP2S60
HC220 (1)

672ピン
FineLine BGA √ √ √ √

EP2S90
HC220 (1)

780ピン
FineLine BGA √ √ √ √

EP2S130
HC220 (1)

780ピン
FineLine BGA √ √ √ √

EP2S90
HC230 (2)

1,020ピン
FineLine BGA √ √ √ √ √ √ √ √

EP2S130
HC230 (2)

1,020ピン
FineLine BGA √ √ √ √ √ √ √ √

EP2S180
HC230 (2)

1,020ピン
FineLine BGA √ √ √ √ √ √ √ √

EP2S180
HC240

1,020ピン
FineLine BGA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

EP2S180
HC240

1,508ピン
FineLine BGA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

表 8–18の注 :
(1) HC210およびHC220デバイスは、Stratix IIデバイスとは異なり fast PLL 3、4、9および 10をサポートしません。
(2) HC230デバイスは、Stratix IIデバイスとは異なり fast PLL 3、4をサポートしません。
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HC210およびHC220デバイスでは、fast PLL 1および 2は、デバイスの
ロジック・アレイに配置され、enhanced PLL 5および 6は、デバイスの
トップおよびボトム I/Oバンク周辺に配置されます。

図 8–3. HC210および HC220の PLLの位置

HC230デバイスの fast PLL 1、2、7、および 8は、デバイスの左側の高
速 IOE に隣接するロジック・アレイに配置されます。HC230 デバイス
の enhanced PLL 5、6、11および 12もトップおよびボトム・メモリ・イ
ンタフェース IOEに隣接するロジック・アレイに配置されます。

FPLL10CLK

FPLL9CLK

CLK[8..11]

FPLL7CLK

FPLL8CLK

CLK[3..0]

CLK[7..4]

CLK[15..12]

Bank 4
Memory Interface IOEsPLL 5

Bank 9

Bank 7
General Purpose IOEs

Bank 8
General Purpose IOEs

PLL 6

Bank 10

Bank 3
Memory Interface IOEs

Bank 2
High-Speed IOEs

Bank 1
High-Speed IOEs

Bank 5
General-Purpose IOEs

Bank 6
General-Purpose IOEs

PLL 1

PLL 2
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図 8–4. HC230の PLLの位置

HC240デバイスの fast PLL 1、2、7、および 8は、デバイスの左側の高
速 IOE に隣接するロジック・アレイに配置されます。HC240 デバイス
の fast PLL 3、4、9、および 10 は、右側の高速 IOE に隣接するロジッ
ク・アレイに配置されます。HC240デバイスの enhanced PLL 5、6、11、
および 12 は、トップおよびボトム・メモリ・インタフェース IOE に隣
接するロジック・アレイに配置されます。

FPLL10CLK

FPLL9CLK

CLK[8..11]

FPLL7CLK

FPLL8CLK

CLK[3..0]

CLK[7..4]

CLK[15..12]

Bank 4
Memory Interface IOEs
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High-Speed IOEs
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High-Speed IOEs
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PLL 1

PLL 2

PLL 7

PLL 8

PLL 5PLL 11
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PLL 6PLL 12

Bank 12 Bank 10
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図 8–5. HC240の PLLの位置

グローバル
信号および
ローカル信号

HardCopy II デバイスには、グローバル・クロック・ネットワークまた
はローカル・クロック・ネットワークをドライブする 16本のクロック・
ピン（CLK[15..0]）があります。4 本のクロック・ピンがデバイスの
各サイドをドライブします。これは Stratix IIデバイスに似ています。し
たがって、Stratix IIデバイスおよびHardCopy IIコンパニオン・デバイ
スのデザインをコンパイルする場合、制限はありません。

内部ロジックと enhancedおよび fast PLL出力は、グローバル・クロッ
ク・ネットワークおよびリージョナル・クロック・ネットワークもドラ
イブできます。各グローバル・クロック・ネットワークおよびリージョ
ナル・クロック・ネットワークには、クロック・ソースの選択をコント
ロールし、クロック・ネットワークをダイナミックにイネーブル /ディ
セーブルすることにより消費電力を低減するクロック・コントロール・
ブロックがあります。 

FPLL10CLK

FPLL9CLK

CLK[8..11]

FPLL7CLK

FPLL8CLK

CLK[3..0]
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Memory Interface IOEs
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Memory Interface IOEs
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Stratix II ALMの HardCopy II ロジックへの適応

表 8–19に、HardCopy IIデバイスで利用できるクロック・リソースを示
します。

Stratix II ALM
のHardCopy II 
ロジックへの
適応

Stratix IIアーキテクチャのロジックの基本的なビルディング・ブロック
は ALMです。各 ALMには、多様なルック・アップ・テーブル（LUT）
ベースのリソース、2個のプログラマブル・レジスタ、2個の専用フル・
アダー、ALMからまたはALMへの各種配線リソースが含まれています。

HardCopy IIデバイスは、ALMブロックを内蔵していませんが、HCell
と呼ばれるマイクロ・アーキテクチャを使用しています。HCell は、
Stratix II の ALM と DSP ロジックのすべての組み合わせを実装できま
す。各 HardCopy IIコンパニオン・デバイスには、利用可能なすべての
ALMを使用して Stratix IIデザインを実装するための豊富な HCellが含
まれています。したがって、HardCopy II デバイスをコンパイルする場
合、互換性の制約はありません。

表 8–19. HardCopy IIデバイスで利用できるクロック・ネットワーク
のリソースおよび機能

リソースおよび機能 対応の可否

グローバル・クロック・
ネットワーク数

16

リージョナル・クロック・
ネットワーク数

32

グローバル・クロック入力ソース クロック入力ピン、PLL出力、
ロジック・アレイ

リージョナル・クロック入力ソース クロック入力ピン、PLL出力、
ロジック・アレイ

エリア内の独自のクロック・
リソース数

24（16グローバル・クロック
および 8リージョナル・クロック）

デバイス全体の独自の
クロック・リソース数

48（16グローバル・クロック
および 32リージョナル・クロック）

パワーダウン・モード グローバル &リージョナル・
クロック・ネットワーク、
デュアル・リージョナル・

クロック領域

高ファンアウト・
アプリケーション向けクロック領域

グローバル・クロック・ネットワーク
またはリージョナル・クロック・

ネットワーク経由のエリア領域、デュア
ル・リージョナル、デバイス全体
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Stratix IIデザインを HardCopy IIコンパニオン・デバイスにコンパイル
する場合、Quartus IIソフトウェアは Stratix IIで使用されるALMブロッ
クを定義済みHCellマクロに置き換えます。未使用の ALMリソースは、
HardCopy II デバイスに実装されません。これにより、HardCopy II フ
ロア・プランの最適な配置が可能になり、消費電力が大幅に削減されま
す。

図 8–6に、1個のレジスタのみ使用した Stratix IIの ALMブロックの実
装例を示します。この Stratix IIデザインを HardCopy IIコンパニオン・
デバイスに対してコンパイルする場合、Quartus IIコンパイラは、ALM
ブロックをHCellマクロのHardCopy IIライブラリからのレジスタを実
装する事前に決定された HCellマクロに置き換えます。このマクロ・エ
ントリには、事前に決定されたタイミングがあります。

図 8–6. Stratix II ALMのシンプルなレジスタ付き入力および出力

図 8–7に、HCellの小さなクラスタからの Clock、Data In、および Data
Outを示す HardCopy II ALMレジスタ実装を示します。未使用のHCell
は、他のロジックの実装またはパワーダウンのために予約されています。 
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D Qadder0

adder1
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Logic

dataf0

datae0

dataa
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datac

datad

datae1
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D Q

shared_arith_out

carry_out
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reg_chain_in

carry_in
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Local Routing
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Local Routing
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Local Routing

To General or
Local Routing
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Stratix II DSPブロックからの HardCopy II DSPの実装

図 8–7. HardCopy IIの未使用 HCell

Stratix II DSP
ブロックから
のHardCopy II 
DSPの実装

Stratix II FPGAは、各種 DSPファンクションを実装するための専用 DSP
ブロックを内蔵しています。Stratix II DSPブロックは、乗算器、加算器
/減算器 /乗算累積器、およびサメーション・ブロック、入力および出
力インタフェース、および入力および出力レジスタを備えています。
Quartus II ソフトウェアは、HCell マクロのライブラリから事前に決定
されたロジック実装を使用する HCell で HardCopy II デバイスに DSP
ファンクションを実装します。HCell マクロはすべて事前に決定された
タイミングを備えています。 

Stratix IIデザインで使用されない DSPブロックは、Hardcopy IIデバイ
スに実装されません。これにより、他の実装に使用するHardCopy IIの
ロジックが保存され、リソースと消費電力が節約されます。さらに、
HardCopy II デザインに課されたタイミング制約要件を満たすように、
HardCopy II DSPブロックの配置を最適化することができます。

HardCopy II DSPの実装は、Stratix II DSPブロックと機能的に同等であ
り、ダイナミック・モード切り替えを除くすべての機能がサポートされ
ます。Stratix II DSPブロックを、以下の 3つのモードでダイナミックに
切り替わるようにセットアップできます。 

■ 最大 4個の独立した 18ビット乗算器
■ 最大 2個の 18ビット乗算アキュムレータ
■ 1個の 36ビット乗算器 

HardCopy II DSP実装は、ダイナミック切り替え機能をサポートしませ
ん。この機能を使用する場合、Quartus IIソフトウェアは DSP実装をフ
ラグし、デザインの移行を許可しません。フィッタは、すべての
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HardCopy II デバイスがこのデザインと互換性があるわけではないこと
をレポートします。Stratix IIデザインをHardCopy IIコンパニオン・デ
バイスに移行するには、DSP ブロックのダイナミック切り替え機能を
ディセーブルします。

DSP ブロックの総数は、選択した Stratix II デバイスに応じて異なりま
す。HardCopy II デバイスは、Stratix II デバイスの使用可能な DSP ブ
ロック・リソースと一致します。表 8–20に、選択した Stratix IIデバイ
スごとの使用可能な DSP実装を示します。

図 8–8に、8つの使用可能な 9 × 9乗算器ブロックのうち 1つと 1つのア
キュムレータ・ブロックを使用して、クロック・レイテンシを持つ 8 × 8
ビット乗算ファンクションを実装するStratix II DSPブロックの一例を示
します。この DSP ブロックを HardCopy II デザインに実装するとき、
Quartus II コンパイラはマクロ・ライブラリから適切なエントリを選択
して、9 × 9乗算器とアキュムレータ・ブロックを実装し、最適化された
ロジック利用率および配置の柔軟性が得られます。

表 8–20. Stratix IIおよび HardCopy IIコンパニオン・デバイスで使用できる DSP乗算器 

Stratix II 
デバイス

HC210 HC220 HC230 HC240

9 
× 

9

18
 ×

 1
8

36
 ×

 3
6

9 
× 

9

18
 ×

 1
8

36
 ×

 3
6

9 
× 

9

18
 ×

 1
8

36
 ×

 3
6

9 
× 

9

18
 ×

 1
8

36
 ×

 3
6

EP2S30 128 64 16

EP2S60 288 144 36 288 144 36

EP2S90 (1) 384 192 48 384 192 48 384 192 48

EP2S130 (1) 504 252 63 504 252 63

EP2S180 (1) 768 384 96 768 384 96

表 8–20の注 :
(1) これらの Stratix IIデバイスをより小さなHardCopy IIコンパニオン・デバイスで選択すると、すべての Stratix II

ALMブロックを使用しフルに活用した場合は、すべての Stratix II DSPリソースを利用できないことがあります。
HardCopy IIデバイスでコンパイルする場合、Quartus IIは DSPおよび ALM実装に使用できるリソースを決定
します。
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Stratix II DSPブロックからの HardCopy II DSPの実装

図 8–8. 8 × 8 DSPブロックの HardCopy IIフロアプラン

図 8–9は、左側に Stratix II DSPブロックの Quartus IIフロアプランを、
右側に HardCopy II DSP の実装を示しており、いずれも累算ファンク
ションを持つ 18 × 18 乗算器でコンフィギュレーションされています。
HardCopy II の実装では、Quartus II ソフトウェアはマクロ・ライブラ
リから適切な DSPロジックの実装を選択しました。これにより
HardCopy IIデバイスのHCellが最適に利用されます。Stratix II DSPブ
ロックの未使用部分はパワーアップされたままですが、HardCopy II デ
バイスには実装されません。HardCopy II デバイスの未使用ロジックは
パワーダウンされます。
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図 8–9. 18 × 18 DSPブロックの HardCopy IIフロアプラン

JTAG BST
および拡張
ファンクショ
ン

HardCopy IIデバイスは、Stratix IIデバイスと同じバウンダリ・スキャ
ン・テスト（BST）機能をサポートします。しかし、HardCopy II デバ
イスはマスク・プログラム・デバイスなので、リコンフィギュレーショ
ンを行うことはできません。したがって、HardCopy IIデバイスは JTAG
ピンを通してデバイスをリコンフィギュレーションする命令をサポート
していません。サポートされている機能および命令コードについて詳し
くは、「HardCopyシリーズ・ハンドブック」の「バウンダリ・スキャン
のサポート」の章を参照してください。 

JTAGピンを使用する Stratix IIの機能の 1つに、Signal Tap IIエンベデッ
ド・ロジック・アナライザ（ELA）があります。HardCopy IIデバイス
は、JTAG ELA機能をサポートします。しかし、この機能を使用して設
計を行う場合は、追加リソースを使用するため Stratix II および
HardCopy II デバイスでの最大性能が低下する場合があります。デザイ
ンの最終バージョンをコンパイルする前に、この機能を削除できる
Stratix IIデバイスとは異なり、HardCopy IIデバイスはマスク・プログ
ラム・デバイスなのでこの機能を削除できません。したがって、デザイ
ンで最適な性能およびリソース利用率を達成する必要がある場合、アル
テラでは Stratix II プロトタイプ・デバイスでこの機能を使用して、
HardCopy II デバイスのデザインをリコンパイルする前に削除すること
を推奨しています。
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パワーアップおよび コンフィギュレーションの互換性

パワーアップ
および
コンフィギュ
レーションの
互換性

Stratix IIプロトタイプ・デバイスとHardCopy IIコンパニオン・デバイ
スでボードを設計する場合、Stratix II デバイスに必要な大部分のコン
フィギュレーション・ピンは、HardCopy IIデバイスでは必要ありませ
ん。HardCopy IIデバイスで使用するピン数を増やすために、アルテラ
では Stratix IIデバイスからHardCopy IIデバイスに移行されないパワー
アップ・ピンおよびコンフィギュレーション・ピンを最小にすることを
推奨しています。表 8–21 に、Stratix II デバイスで使用できる専用およ
びオプションのコンフィギュレーション・ピン、およびそれらのオプショ
ン機能がHardCopy IIデバイスで使用されるかどうかを示します。

HardCopy IIデバイスで、Stratix IIデバイスにあるピンのオプション機
能を使用できる場合、Quartus II ソフトウェアでこれらのピンを兼用ピ
ンとして設定できます。兼用ピンの場合は、パワーアップ、リコンフィ
ギュレーション、および初期化後に I/O機能を持ちます。これらのピン
は、デバイスがユーザ・モードに入る（INIT_DONEがアサートされる）
ときにのみ、対応する I/O指定に切り替わります。デザインでは、デバ
イスがユーザ・モードに移行したときに一部の信号が必要になる場合が
あり、HardCopy IIデバイスと Stratix IIデバイスの両方ともパワーアッ
プ後には動作が不安定になる可能性があるため、兼用ピンを使用しては
なりません。

表 8–21.パワーアップおよびコンフィギュレーション・ピンの
互換性（１ /２）

Stratix IIのピン名
I/Oバンク

HardCopy IIの使用

主な機能 オプション
機能 主な機能 オプション

機能
MSEL3 B4

MSEL2 B4

MSEL1 B4

MSEL0 B4

VCCSEL B8 √ √

nCONFIG B8 √ √

nSTATUS B3 √ √

CONF_DONE B3 √ √

nCE B3 √ √

nCEO B7 √ √

PORSEL B7 √ √

nIO_PULLUP B7 √ √
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PLL_ENA B7 √ √

I/Oピン CLKUSR B8 √

I/Oピン DEV_OE B8 √ √

I/Oピン DEV_CLRn B8 √ √

I/Oピン INIT_DONE B3 √ √

DCLK B3 √

I/Oピン DATA0 B3 √

I/Oピン DATA1 B3 √

I/Oピン DATA2 B3 √

I/Oピン DATA3 B3 √

I/Oピン DATA4 B3 √

I/Oピン DATA5 B3 √

I/Oピン DATA6 B3 √

I/Oピン DATA7 B3 √

I/Oピン RDYnBSY B3 √

I/Oピン CRC_ERROR B3 √

I/Oピン CS B8 √

I/Oピン nCS B8 √

I/Oピン nRS B8 √

I/Oピン nWS B8 √

I/Oピン RUnLU B8 √

I/Oピン PGM2 B3 √

I/Oピン PGM1 B3 √

I/Oピン PGM0 B3 √

I/Oピン ASDO B3 √

I/Oピン nCSO B3 √

表 8–21.パワーアップおよびコンフィギュレーション・ピンの
互換性（２ /２）

Stratix IIのピン名
I/Oバンク

HardCopy IIの使用

主な機能 オプション
機能 主な機能 オプション

機能
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パワーアップおよび コンフィギュレーションの互換性

表 8–21 に示すオプションのコンフィギュレーション・ピンの多くは、
Stratix II FPGAで使用できるさまざまなコンフィギュレーション手法を
サポートしています。パラレル・プログラミングおよびリモート・アッ
プデート・コンフィギュレーション・モードでは、表 8–21に示すピンの
大部分が使用されます。HardCopy IIデバイスは、コンフィギュレーショ
ン不能で、コンフィギュレーション・エミュレーション・モードをサポー
トしません。したがって、アルテラでは、パッシブ・シリアル・コンフィ
ギュレーション・モードを使用するなどして、Stratix IIデザインでのコ
ンフィギュレーション・ピンの必要性を低減することを推奨しています。

Stratix II FPGA のコンフィギュレーションに必要な兼用ピンの一部を、
コンフィギュレーション後には使用しない場合、これらのピンは
HardCopy II デバイスでは一切使用されません。したがって、Stratix II
デバイスからHardCopy IIデバイスにデザインを移行する場合、これら
のピンをボード上で設計するときに注意が必要です。これらのピンを
ユーザが安定レベルまでドライブするために外部手段を用いることなく
入力として割り当てた場合、Stratix IIデバイスおよび対応するコンフィ
ギュレーション・デバイスを取り除くと、これらのピンは HardCopy II
デバイスでフロート状態になります。Stratix IIデバイスおよびそのデバ
イス・オプションを選択するときは、これらのピンのコンフィギュレー
ション後の要件を考慮して、Quartus II ソフトウェアで適切に設定しま
す（図 8–10）。
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図 8–10.デバイスおよびピン・オプション

HardCopy II パワーアップ・モードについて詳しくは、「HardCopy シ
リーズ・ハンドブック」の「HardCopyシリーズ・デバイスのパワーアッ
プ・モードおよびコンフィギュレーション・エミュレーション」の章を
参照してください。

まとめ HardCopy IIデバイスは、Stratix IIデバイスのシームレスなマイグレー
ション・パスを提供し、Stratix II デバイスで提供される PLL、メモリ、
ロジック、および I/O機能をサポートします。HardCopy IIデバイス・
アーキテクチャにより、プロトタイプ作成に幅広い Stratix IIデバイスを
使用することができます。HardCopy IIデバイスは Stratix II FPGAとの
ピン互換性を提供しており、HardCopy IIデバイスは Quartus IIソフト
ウェアで設計され、Stratix IIおよびHardCopy IIコンパニオン・デバイ
スを使用するシステム上でのドロップ・イン置換デバイスとなっていま
す。Quartus II ソフトウェアを使用してデザインをコンパイルし、使用
可能なリソースを決定して、Stratix II および HardCopy II コンパニオ
ン・デバイスのフィッティングおよび機能の互換性を保証してください。
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　詳細情報

詳細情報　 Stratix II デザインの HardCopy II デバイスへの移行について詳しくは、
以下を参照してください。

■ 「HardCopyシリーズ・ハンドブック」の「HardCopy IIデバイス・
ファミリ・データ・シート」

■ QuartusIIによる HardCopyIIデバイスのサポート
■ 「HardCopyシリーズ・ハンドブック」の「HardCopyシリーズ・デ
バイスのパワーアップ・モードおよびコンフィギュレーション・エ
ミュレーション」の章

改訂履歴 表 8–22に、本資料の改訂履歴を示します。 

表 8–22.改訂履歴 

日付 & ドキュメント・
バージョン

変更内容 概要

2007年 6月 v1.3 表 8–17の “8K × 64”～ “16K × 36”を変更。

誤字・誤植の更新を完了。

2006年 12月 v1.2 変更履歴を追加。

2006年 3月 以前の 19章です。内容は変更されていません。

2005年 10月 v1.1 マイナー・アップデート。

2005年 5月 v1.0 HardCopyシリーズ・ハンドブックにドキュメントを追加。
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